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제품/서비스

[메인제품 2: 텔레칩스 TOPST 오픈 HW 플랫폼 라인업]

2-1 TOPST D3: 차량용 고집적•고성능 Infotainment 

AP를 장착한 오픈 하드웨어 플랫폼

2-2 TOPST VCP: 차량용 MCU(Micro Controller Unit)인 

VCP(Vehicle Controller Precessor)를 장착한 오픈 

하드웨어 플랫폼

2-3 TOPST ND: ADAS용 비전 프로세서(N-Dolphin)을 

장착한 오픈 하드웨어 플랫폼

02-3017-5301

채용문의

1999년 10월 29일

설립연도

홈페이지

https://www.telechips.com
https://topst.ai

recruit@telechips.com

대표이메일

02-3017-5301

대표번호

경기도 성남시 수정구
금토로80번길 27 (금토동)
텔레칩스 판교사옥

주소

TELECHIPS는 AUTOMOTIVE 분야의

CONNECTIVITY & MULTIMEDIA 솔루션을

제공하고 있는 글로벌 팹리스 반도체 기업입니다.

[메인제품 1: 텔레칩스 SoC 라인업]

1-1 Dophin 3(TCC 805X): 고집적•고성능의 

차량용 IVI/Cockpit(AVN, Cluster, HUD 등) AP

1-2 VCP(TCC 70XX):  차량 무선충전, Cluster, 

CID, IVI 용 MCU(Micro Controller Unit)

전체 솔루션

개요

Telechips는 Automotive 분야의 Connectivity & Multimedia 솔루션을 제공하고 있는 글로벌 팹리스 

반도체 기업입니다. Telechips는 ‘고객이 원하는 미래에 혁신적 가치를 연결하여 항상 새로움을 전달한다'라는 

비전하에 미래 디지털 라이프 기술을 창조·선도하고 있습니다. Telechips는 고객사가 제품을 더욱 쉽게 개발할 

수 있도록 칩셋, 개발환경, 하드웨어 설계 레퍼런스 및 핵심기술 등 Total Solution을 제공할 뿐만 아니라, 

Automotive 분야에서 요구되는 저전력 기술과 높은 수준의 보안 레벨, 그리고 Safety(ISO26262)를 

제공합니다. Telechips의 주력 제품은 Infotainment AP, Automotive MCU, NPU 등이 있습니다.

[메인제품 1]

[메인제품 2]


